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( DE10126296A ) Novelty - Production of an electronic component, especially a 
chip, mounted on a support comprises spraying or casting an elastic material 
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Detailed Description - An INDEPENDENT CLAIM is also included for the 
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Description of Drawing(s) - The drawing shows a cross-section through the 
electronic component. 
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* First Claim : 1 . Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere 
Show ail claims eines Chips, das auf einem Trager montierbar und uber mehrere am 

Bauelement vorgesehene Kontaktelemente am Trager kontaktierbar ist, bei 
welchem Verfahren unter Verwendung einer Sprite- oder Gieflform ein auch im 
ausgeharteten Zustand elastisches Material zur Bildung von erhabenen 
elastischen Materialabschnitten aufgespritzt oder aufgegossen wird, die bei 
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die bei Verwendung von nicht leitendem Material nachfolgend zur Bildung eines 
Kontaktelements mit wenigstens einer leitfahigen Schicht belegt werden. 
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(54) Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements sowie elektronisches Bauelement 
@ Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauele- 
ments, insbesondere eines Chips, das auf einem Trager 

montierbar und iiber mehrere am Bauelement vorgese- 

hene Kontaktelemente am Trager kontaktierbar ist, bei 

welchem Verfahren unter Verwendung einer Spritz- oder 

Giei^form ein auch im ausgeharteten Zustand elastisches 

Material zur Bildung von erhabenen elastischen Material- 

abschnitten aufgespritzt oder aufgegossen wird, die bei 

Verwendung eines leitfahigen Materials das Kontaktele- 

ment selbst bilden, oder die bei Verwendung von nichtlei- 

tendem Materia! nachfolgend zur Bildung eines Kontakt- 

elements mit wenigstens einer leitfahigen Schicht belegt 

werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifTt ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines 
Chips, das auf einern Trager montierbar und liber mehrere 5 
am Bauelement vorgesehene Kontaktelemente am Trager 
kontaktierbar ist. 

[0002] Bekannte elektronische Bauelemente, z. B. in 
Form von BG A- oder CSP-Komponenten (BGA = Ball Grid 
Array, CSP = Chip Size Package) haben typischerweise 10 
dicke Lotballchen als Verbindungselemente, sogenannte In- 
lerconnccts, zwischen dem Bauelement, also z. B. dcm Chip 
und dem Trager, z. B. einem PC-Board. Diese Verbindungs- 
elemente dienen sowohl der elektrischen als auch der me- 
chanischen Verbindung, sie bilden also die Kontaktelemente 15 
zu den auf dem Trager befindlichen Leiterstrukturen, gleich- 
zeitig erfolgt hieruher auch die Befestigung des Bauele- 
ments am Trager. Da sich das Bauelement und der Trager 
bei Temperaturwechsel unterschiedlich ausdehnen, entste- 
hen ausdehnungsbedingte Spannungen, welche uber die 20 
Verbindungsstelle Bauelement - Trager abgefangen werden 
mussen. Da die bekannte dicke Lotverbindung sehr robust 
und stabil ist, widersteht sie ohne weiteres den auftretenden, 
temperaturbedingten oder sonstigen Spannungen. Jedoch 
werden die cntstehenden Krafte der unterschiedlichen Aus- 25 
dehnungen aufgrund der Stabilitat der Verbindung an den 
Trager weitergegeben, der diese aufnimmt. Dies fiihrt dazu, 
dass der Trager als schwachstes Glied der Kette sich mitun- 
ter im Rahmen des Spannungsausgleichs durchbiegt, was 
naturlich nachteilig ist. Daruber hinaus sind groBe, dicke 30 
Lotballchen erforderlich, um die entstehenden Scherkrafte 
aufgrund der temperaturbedingten unterschiedlichen Aus- 
dehnung auszuhalten, was eine starke Einschrankung hin- 
sichtlich der Miniaturisierung (kleine Pitches, geringe Bau- 
hohe) bedeutet. Weiterhin funktioniert diese Art der Befesti- 35 
gung zuverlassig nur mit einem Underfill. 
[0003] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine 
Mbglichkeit anzugeben, die hier Abhilfe schafft und die 
eine Moglichkeit zum weitgehenden Spannungsabbau bie- 
tet, ohne dass unzulassig hohe Krafte in eines der Elemente 40 
eingeleitet werden. 

[0004] Zur Losung dieses Problems ist bei dem eingangs 
genannten Verfahren vorgesehen, dass unter Verwendung 
einer Spritz- oder Gie Inform ein auch im ausgeharteten Zu- 
stand elastisches Material zur Bildung von erhabenen elasti- 45 
schen Materialabschnitten aufgespritzt oder aufgegossen 
wird, die bei Verwendung eines leitfahigen Materials das 
Kontaktelement selbst bilden, oder die bei Verwendung von 
nicht leitendem Material nachfolgend zur Bildung eines 
Kontaktelements mit wenigstens einer leitfahigen Schicht 50 
belegt werden. 

[0005] Das erfindungsgemaBe Verfahren schlagt den Ein- 
satz elastischer, erhabener Materialabschnitte vor, die ent- 
wederdas Kontaktelement selbst bilden, oder aber mit einer 
oder mehreren entsprechend leitfahigen Schichten anschlie- 55 
Bend noch belegt werden. Die Elastizitat dieses Materialab- 
schnitts ermoglicht es, dass entstehende Spannung oder 
Stress in dem Materialabschnitt aufgenommen und dort ver- 
nichtel. wird (plastische Verfonnung > elastische Verfor- 
mung), anstelle ihn auf die sonstigen Elemente zu verteilen. 60 
Damit bleiben die Krafte, die auf das Bauelement und den 
Trager wirken, sehr klein. Ein plastisches Verbiegcn des 
Tragers wird hierdurch vorteilhaft vermieden. Der Material- 
abschnitt kann relativ diinn ausgebildet werden, so dass sich 
auch kaum Einschrankungen hinsichtlich der Miniaturisie- 65 
rung ergeben. Die Befestigung des Bauelements kann 
zweckmaBigerweise uber eine leitfahige Klebeverbindung 
erfolgen, die ebenfalls sehr dunn ist, so dass sich insgesamt 
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eine geringe BauhShe ergibt. 

[0006] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens kann 
vorgesehen sein, dass als leitfahige Schicht in einem weite- 
ren Spritz- oder GieBschritt eine Schicht aus leitfahigem ela- 
sti schem Material aufgespritzt oder aufgegossen oder sonsl 
wie aufgebracht wird, oder dass eine Metallisierung aufge- 
bracht wird, oder dass eine leitfahige elastische Schicht und 
auf diese eine Metallisierung aufgebracht wird. Es versteht 
sich von selbst, dass es sich bei alien aufgespritzten oder 
aufgegossenen Schichten um elastische Polymermaterialien 
handelt, egal ob sie nicht- lei tfahig oder leitfahig sind. 
[0007] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erflndungsge- 
dankens sieht vor, dass nach dem Aufbringen der Metallisie- 
ring der darunter oder der zu unterst befindliche elastische 
Materialabschnitt entfernt, insbesondere weggeatzt wird. 
Das Entfemen des darunter befindlichen Materialabschnitts 
fuhrt dazu, dass die Metallisierung, also die Umverdrahtung 
quasi frei liegt und freitragend ist, mithin also selbst ela- 
stisch oder federnd ist. Ist die Metallisierung direkt auf den 
entfernten, insbesondere weggeatzten elastischen Material- 
abschnitt aufgebracht gewesen, so liegt die Metallisierung 
selbst frei, wurde auf den elastischen Materialabschnitt eine 
weitere elastische leitfahige Schicht aufgebracht, so erfolgt 
zweckmaBigerweise ein selektives Atzen, so dass diese wei- 
tere Schicht stehen bleibt und zusammen mit der Metallisie- 
rung frei liegt. Hierdurch wird die Elastizitat dieses Kon- 
taktverbunds weiter verbessert und die Metallisierung stabi- 
lisiert. 

[0008] Nach einer besonders vorteilhaften Weiterbildung 
der Erfindung kann vorgesehen sein, dass zusatzlich zu den 
der Bildung der Kontaktelemente dienenden Materialab- 
schnitten ein oder mehrere der Stabilisierung und/oder Mon- 
tage und/oder zu Schutzzwecken dienende weitere Material- 
abschnitte aufgespritzt oder aufgegossen werden. Die einfa- 
che Moglichkeit des Aufspritzens oder AufgieBens ermog- 
licht es, nicht nur die zur Kontaktelementbildung erforderli- 
chen Materialabschnitte aufzubringen, sondern auch weitere 
Materialabschnitte, die andere Funktionen als die der Kon- 
taktierung erfiillen. Denkbar ist es z. B. zu Schutzzwecken 
dienende Kompressionsstopps neben den Kontaktelement 
bildenden Materialabschnitten aufzubringen, die quasi ei- 
nem zu festen Aufdriicken und Komprimieren en tgegen wir- 
ken, indem sie einen hoheren Wi demand beim Aufdriicken 
entgegensetzen. Auch istes denkbar, Materialabschnitte, die 
der mechanischen Fiihrung oder Stabilisierung bei der Mon- 
tage des Bauelements auf dem Trager dienen und diese er- 
leichtern, vorzusehen, z. B. in Form von einfachen 
Schnappverschiussen, die in entsprechende tragerseitige 
Ausnehmungen eingreifen (SchlUssel-Schloss-Prinzip) und 
dergleichen. Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn der oder 
die weiteren Materialabschnitte nachfolgend mit wenigstens 
einer weiteren Schicht, z. B. einer weiteren elastischen 
Schicht, die vorzugsweise ebenfalls aufgespritzt oder aufge- 
gossen wird, und/oder einer Metallisierung aufzubringen. 
Insbesondere das Aufbringen der Metallisierung ist zweck- 
maBig, da hierdurch dem mittels des weiteren Materialab- 
schnitts gebildeten Funktionselement eine hinreichende Fe- 
stigkeit und Stabilitat verliehen wird. Auch hier ist es denk- 
bar, den oder die weiteren Materialabschnitte zu entfernen, 
insbesondere wegzuatzen, was z. B. bei der Ausbildung von 
Funktionselementen in Form von Schnappverschiussen und 
dergleichen, die an entsprechenden tragerseitigen Aufnah- 
men unter- oder hintergreifen, zweckdienlich ist. 
[0009] Daruber hinaus ist es vorteilhaft, wenn zur Bildung 
der Kontaktelemente dienenden Materialabschnitte und der 
weiteren Materialabschnitte verschiedene Materialien ver- 
wendet werden. So kann es zweckmaBig sein, zur Bildung 
der Funktionseiemente harteres und stabileres Material zu 
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verwenden, z. B. bei der Bildung von Kompressionsstopps 
und dergleichen, wahrend die der Kontaktelementbildung 
dienenden Materialabschnitte deutlich elastischer sein soil- 
ten. Auch konnen sich die verwendeten Materialien hin- 
sichtlich ihrer Resistenz gegen einen Atzangriff unterschei- 5 
den, so dass ein seleklives Atzen dergestalt moglich ist, dass 
z. B. die weiteren Materialabschnitte, die zur Bildung der 
Funktionselemente dienen, weggeatzt werden konnen, wah- 
rend die kontaktelementseitigen Materialabschnitte hierbei 
nicht angegriffen werden. 10 
[0010] Urn mftgiichst rationell arbeiten zu konnen ist es 
zweckmiiBig, wenn die Materialabschnitte und die weiteren 
Materialabschnitte in einem gerneinsamen Spritz- oder 
GieBschritt und/oder unter Verwendung einer gerneinsamen 
Spritz- oder GieBform und gegebenenfalls auch die weiteren 15 
Schichten in einem gerneinsamen Verfahrensschritt aufge- 
bracht werden. 

[0011 J Nach einer besonders vorteilhaften Ausfiihrungs- 
form des erfindungsgemaBen Verfahrens ist vorgesehen, 
dass zumindest die elastischen Materialabschnitte und gege- 20 
benenfalls auch die weiteren Materialabschnitte in einer be- 
liebigen dreidimcnsionalen Form hergestcllt werden. Die 
Verwendung einer Spritz- oder GieBform ermoglicht es, die 
Formaufnahmen, in die das jeweilige Material eingespritzt 
oder cingegosscn wird, beliebig zu gestalten, so dass auch 25 
beliebige Material abschnittformen erzeugt werden kdnnen. 
[00121 Neben dem Verfahren betrifTt die Hrfindung ferner 
ein elektronisches Bauelement, insbesondere Chip, das auf 
einem Trager montierbar und iiber mehrere am Bauelement 
vorgesehene Kontaktelemente am Trager kontaktierbar ist. 30 
Dieses Bauelement zeichnet sich dadurch aus, dass an der 
Montagcseite crhabenc Materialabschnitte aus einem auch 
im ausgeharteten Zustand elastischen Material aufgespritzt 
oder aufgegossen sind, die bei Verwendung eines leitfahigen 
Materials das Kontaktelement selbst bilden oder die bei Ver- 35 
wendung von nicht- lei tendem Material mit wenigstens einer 
leitfahigen Schichl belegt sind. 

[0013] Dabei kann die leitfahige Schicht eine vorzugs- 
weise aufgespritzte oder aufgegossene Schicht aus leitfahi- 
gem elastischem Material sein, alternativ dazu kann es sich 40 
hierbei auch urn eine aufgebrachte Metallisierung (Umver- 
drahtung) handeln. Demgegenuber besteht auch die Mog- 
lichkeit, auf den elastischen Materialabschnitt zunachst eine 
leitfahige Schicht aus einem leitfahigen elastischen Material 
und auf diese Schicht eine weitere Schicht in Form einer 45 
Metallisierung aufzubringen. 

[0014] Eine alternative Erfindungsausfuhrung sieht ein 
elektronisches Bauelement, insbesondere einen Chip, vor, 
das auf einem Trager montierbar und iiber mehrere am Bau- 
element vorgesehene Kontaktelemente mit dem Trager kon- 50 
taktierbar ist. Dieses alternative erfindungsgemaBe Bauele- 
ment zeichnet sich dadurch aus, dass auf der Montageseite 
elastische Eigenschaften aufweisende, im elastischen Be- 
reich freitragende Kontaktelemente vorgesehen sind. Die 
Elastizitat der freitragenden Kontaktelemente lasst gleicher- 55 
maBen einen Abbau bzw. eine Vernichtung entstehender 
Spannungen zu, so dass im Endeffekt hierdurch das gleiche 
vorteilhafte Ergebnis erzielt wird wie bei Ausbildung der 
Kontaktelemente mit einer elastischen Materialschicht. Die 
Kontaktelemente konnen bei dieser Erfindungsausgestal- 60 
tung mittels einer Metallisierung gebildet sein, die durch 
nachtragliehes Entfernen eines Materialabschnitts, auf dem 
die Metallisierung aufgebracht war, freitragend ausgebildet 
ist, wobei dies zweckmaBigerweise durch selektives Unte- 
ratzen erfolgen kann. 65 
[0015] Besonders zweckmaBig ist es, wenn zusatzlich zu 
den Kontaktelementen an der Montageseite ein oder meh- 
rere der Stabilisierung und/oder der Montage und/oder zu 



Schutzzwecken dienende Funktionselemente vorgesehen 
sind, die zweckmaBigerweise weitere aufgespritzte oder 
aufgegossene Materialabschnitte umfassen konnen. Auf die- 
sen Materialabschnitten kann ferner wenigstens eine weitere 
Schicht aufgebracht sein, bei der es sich zweckmaBiger- 
weise um eine elastische Schicht, die in einem Spritz- oder 
GieBschritt aufgebracht ist. Es kann sich auch um eine Me- 
tallisierung handeln, auch konnen beide Schichten als 
Schichtverbund aufgebracht sein. 

[0016] Auch dieses Funktionselement kann in Weiterbil- 
dung des Erflndungsgedankens elastische Eigenschaften in 
einem freitragenden Abschnitt aufweisen, wobei auch hier 
der freitragende Abschnitt durch Entfernen des weiteren 
Materialabschnitts erzeugt sein kann. Die elastischen Eigen- 
schaften sind insbesondere dort von Vorteil, wo das Funkti- 
onselement z. B. ein Schnappverschtuss oder dergleichen 
bildet. 

[0017] ZweckmaBigerweise sollten die der Bildung der 
Kontaktelemente dienenden Materialabschnitte und die wei- 
teren Materialabschnitte aus verschiedenen Materialien, die 
zweckmaBigerweise unterschiedlich hart sind und/oder un- 
terschiedlich resi stent gegen einen Atzangriff sind, sein. Der 
oder die Materialabschnitte, die Kontaktelemente, die Funk- 
tionselemente oder die weiteren Materialabschnitte konnen 
weiterhin eine beliebige dreidimensionale Form aufweisen. 
[0018] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der 
Erfindung ergeben sich aus dem im folgenden beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispiel sowie anhand der Zeichnungen. 
Dabei zeigen: 

[0019] Fig. la- Id die Ausbildung von Kontaktelementen 
nach einer ersten Ausfuhrungsform, 

[0020] Fig. 2a-2e die Ausbildung von Kontaktelementen 
einer zweiten Ausfuhrungsform, 

[0021] Fig. 3a-3d die Ausbildung von Kontaktelementen 
einer weiteren Ausfuhrungsform, 

[0022] Fig. 4a-4d die Ausbildung von Kontaktelementen 
und von Funklionselementen, 

[0023] Fig. 5 eine Prinzipdarstellung zur Demonstration 
der gleichzeitigen Erzeugung unterschiedlicher Strukturele- 
mente unter Verwendung einer gerneinsamen Spritzvorrich- 
tung, und 

[0024] Fig. 6 eine Prinzipskizze zur Darstellung der Er- 
zeugung unterschiedlicher Strukturelemente unter Verwen- 
dung zweier Spritzeinrichtungen. 

[0025] Die Fig. la-Id zeigen die Erzeugung von Kontakt- 
elementen und damit die Herstellung eines Bauelements ei- 
ner ersten Ausfuhrungsform. Linksstehend ist jeweils eine 
Schnittansicht, rechts davon die entsprechende Aufsicht ge- 
zeigt. Auf die Montageseite 1 eines Bauelements 2 bzw. des 
Silizium- Wafers, z. B. eines Chips wird zunachst eine 
Spritz- oder GieBform 3 aufgesetzt, die Formausnehmungen 
4 aufweist, in die nachfolgend ein elastisches nicht leitendes 
Material 5 iiber entsprechende Zuleitungen eingespritzt 
wird. Auf der Montageseite 1 bilden sich dann, siehe Fig. 
Id, linsenformige erhabene elastische Materialabschnitte 6 
aus, die anschlieBend in einem nachfolgenden Schritt mit ei- 
ner leitfahigen Schicht, im gezeigten Beispiel einer Metalli- 
sierung 7 (einer Umverdrahtung) belegt werden. Die Metal- 
lisierung liegt ebenfalls erhaben und kann damit ohne weite- 
res in Kontakt mit entsprechenden Gegenkontakten auf ei- 
nem nicht naher gezeigten Trager gebracht werden. Zur 
Kontakticrung und Befestigung wird z. B. ein ieitfahiger 
Kleber, der an einer sehr diinnen Schicht auf die Metallisie- 
rung aufgebracht wird, verwendet. GleichermaBen kann 
auch eine sehr dunne Lotschicht aufgebracht werden, was 
ebenfalls nicht dargestellt ist. Hierdurch wird die elektrische 
Kontaktierung sowie die mechanische Festigkeit der Verbin- 
dung erzielt. 
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[0026 J Die Materialabschnitte 6 bestehen aus elastischem, 
im gezeigten Beispiel nicht leitendem Material. Damit sind 
die aufgebrachten Metallisierungen 7 elastisch gelagert, 
d, h., etwaige auftretende Spannungen, sei es dass diese bei 
der Montage odcr im Rahmen nachfolgender Schritte cr- 
zeugt werden, und die auf die Kontaktelemente bzw. die 
Verbindung zum Trager wirken, werden von den elastischen 
Materialabschnitten aufgenommen und kompensiert, so 
dass sie nicht an das Bauelement und/oder den Trager wei- 
tergegeben werden. 

[0027] Altemativ zur in der Fig. Id gezeigten Aufbrin- 
gung einer Metallisierung oder einer Umverdrahtung be- 
steht auch die Moglichkeit, von Haus aus die Materialab- 
schnitte aus einem leitenden elastischen Material zu bilden. 
In diesem Fall werden die Kontaktelemente 8, die gemaB 
Fig. Id von dem Materialabschnitt 6 und der Metallisierung 
7 gebildet werden, ausschlieBlich von dem Materialab- 
schnitt gebildet, auf den dann z. B. noch eine sehr dunne 
leitfahige Kleberschicht zur Kontakuerung und Befestigung 
aufgebracht wird. 

10028] Eine alternative Ausfuhrungsform hinsichtlich der 
Herstellung sowie eines Bauelements zeigen die Fig. 2a-2e. 
Bis zum Schritt 2c entspricht der verfahrensgemaBe Ablauf 
sowie die Ausbildung des Bauelements dem bezugiich der 
Fig. la-lc beschricbenen. Im Schritt gemaB Fig. 2d wird 
auch hier auf den Materialabschnitt 9 eine Metallisierung 10 
zur Bildung der Kontaktelemente 11 aufgebracht, die - siehe 
die rechtsstehende Auf sic ht in Fig. 2d - hier kreuzformig 
ausgefiihrt ist. AnschieBend wird im Schritt gemaB Fig. 2e 
der jeweilige Materialabschnitt 9 unterhalb der Metallisie- 
rung 10 in einem selektiven Atzprozess entfernt, so dass le- 
diglich die Metallisierung 10 verbleibt, die im Abschnilt 12 
freitragend und mithin elastisch isr. In diesem Fall fungiert 
der Materialabschnitt 9 quasi als Tragerabschnitt, um an- 
schlieBend einen freitragenden Abschnitt 12 bilden zu kon- 
nen. Dieser freitragende, elastische Abschnitt 12 hat im We- 
sentlichen die gleichen Eigenschaften, wie sie dem Kontakt- 
element 8 gemaB Fig. Id zukommen. 

[0029] Die Fig. 3a-3d zeigen eine weitere Ausfuhrungs- 
form des Verfahrens sowie eines Bauelements 13. Hier ist 
auf der Montageseite 14 des Bauelements 13 bereits eine 
Metallisierung 15 z. B. in Form einer Leilerbahn oder Um- 
verdrahtung ausgebildet. Hierauf wird eine Spritz- oder 
GieBform 16 aufgesetzt, in der wiederum geeignete For- 
mausnehmungen 17 vorgesehen sind, deren Lage oberhalb 
und seitlich von den Metallisierungen 15 in den nebenste- 
henden Aufsichten zu sehen ist, in denen die gestrichelten 
Linien die jeweiligen Lagen der linksstehenden Schnittdar- 
stellungen anzeigen. Im Schritt gemaB Fig. 3c wird nun das 
elastische Material zur Bildung der elastischen Materialab- 
schnitte 18 auf den Metallisierungen 15 eingespritzt. Diese 
elastischen Materialabschnitte 18 sind im gezeigten Beispiel 
winkeifbrmig und im Querschnitt keilformig ausgebildet. 
Als elastisches Material wird im gezeigten Beispiel ein nicht 
leitendes Material verwendet. AnschlieBend wird im Schritt 
gemaB Fig. 3d eine leitfahige Schicht 19, in Form einer wei- 
teren Metallisierung oder einer weiteren elastischen, jedoch 
leitfahigen Schicht aufgebracht, die einerseits auf dem ela- 
stischen Materialabschnitt 18 liegt, andererseils aber auch 
mit der Metallisierung 15 verbunden ist, so dass sie mit die- 
ser elektrisch kontaktiert ist. Es ergibt sich im gezeigten Bei- 
spiel eine dreidimcnsionale Slruklur, wobei ersichllich die 
Materialabschnitte 18 unterschiedlich geformt und unter- 
schiedlich hoch bemessen sind. Im gezeigten Beispiel ergibt 
sich eine einer Wendeltreppe ahnliche Struktur. 
[0030] Die Fig. 4a-4d zeigen eine weitere Ausfuhrungs- 
form eines Verfahrens sowie eines Bauelements 20. Auch 
hier wird auf die Montageseite 21 des Bauelements 20 eine 



Form 22 gesetzt, in der geeignete Formausnehmungen 23, 
24 vorgesehen sind. Den hieriiber erzeugbaren elastischen 
Materialabschnitten 25, 26 kommt jedoch unterschiedliche 
Qualitat oder eine unterschiedliche Aufgabe zu. Wahrend 

5 die Materialabschnitte 25 zur Bildung von Kontaktele men- 
ten 27 dienen, dienen die Materialabschnitte 26 zur Bildung 
von Funktionseiementen 28. Nach Erzeugung der Material- 
abschnitte 25, 26, die jeweils wie gesagt aus elastischem, 
vorzugsweise nicht leitendem Material sind (siehe Fig. 4c), 

to werden auf samtliche Materialabschnitte 25, 26 zunachst 
eine erste Schicht 29 aus einem leitfahigen Material aufge- 
bracht, auf die dann eine Schicht 30, z. B. in Form einer Me- 
tallisierung aufgebracht wird. Die Aufbringung beider 
Schichten kann in einem beliebigen Verfahren erfolgen. 

15 [0031] Wahrend die Kontaktelemente 27 wie beschrieben 
der eigenen Kontaktierung und Verbindung dienen, kommt 
den Funktionseiementen 28 eine unterschiedliche Aufgabe 
zu. 

[0032] Wie Fig. 4d zeigt ist jedem Kontaktelement 27 

20 linksstehend ein Funktionselement 28 zugeordnet. Diese 
Funktionselemente 28 haben im gezeigten Beispiel die 
Funktion von Kompressionsstopps, d. h., sie begrenzen die 
Kompressionsbewegung beim Montieren des Bauelements 
20 auf einem nicht gezeigten Trager, wenn sie auf diesen 

25 aufsitzen. D. h., sie stellen der Kompressionsbewegung ei- 
nen erhohten Widerstand entgegen. Hierdurch wird vermie- 
den, dass die oberseitige reliefartige Kontakt- und Funkti- 
onselementstruktur zu sehr komprimiert wird und mithin 
Schaden nehmen kann. 

30 [0033] Demgegenuber kommt dem rechtsstehend gezeig- 
ten Funktionselement, bei dem der weitere elastische Mate- 
rialabschnitt 26 in einem vorangehenden Schritt entfernt 
wurde, so dass lediglich die hakenformige Struktur ubrig- 
bleibt, eine Montagefunktion zu. Z. B. kann es sich hier um 

35 einen S ch napp verse hi uss handeln, der mit einem geeigneten 
Gegenstuck am Trager zusammenwirkt und so zu einer si- 
chereren Befestigung fuhrt. Bei diesem Funktionselement 
bleiben nach dem Atzvorgang lediglich die obere Metalli- 
sierung 30 sowie die darunter befindliche weitere Schicht 29 

40 stehen, wobei letztere die Metallisierung zusatzlich stutzt 
und stabilisiert, gleichzeitig aber auch fUr eine hinreichende 
Elastizitat sorgt. Auch hier ist also eine freitragende Struktur 
realisiert. Die Schicht 29, die unterhalb der Metallisierung 
30 liegt, ist in der Regel eine Keimschicht. 

45 [0034] Fig. 5 zeigt schlieBlich eine Moglichkeit, wie men- 
rere Materialabschnitte gleichzeitig in einem gemeinsamen 
Schritt erzeugt werden konnen. Hierzu ist eine gemeinsame 
Form 31 vorgesehen, in der samtliche Ausnehmungen zur 
Bildung der gewUnschten Materialabschnitte eingebracht 

50 sind. tJber eine gemeinsame Spritz- oder GieBeinrichtung 
32 werden samtliche Formausnehmungen gleichzeitig ge- 
fullt. Ober entsprechende Gasanschliisse 33 besteht die 
Moglichkeit, nach dem Erzeugen der elastischen Material- 
abschnitte und dem Abheben der Form 31 aus den Zuleitun- 

55 gen und den Formausnehmungen durch Einblasen heiBen 
Gases etwaige Reste zu entfernen. 

[0035] Fig. 6 zeigt schlieBlich die Moglichkeit, entspre- 
chende Materialabschnitte gleichzeitig jedoch unter Ver- 
wendung verschiedener Materialien erzeugen zu konnen. 

60 Auch hier ist eine Form 34 mit entsprechenden Formaus- 
nehmungen auf das Bauelement bzw, den Silizium- Wafer 
aufgesetzt. Wahrend die beiden linken Formausnchmungs- 
kombinationen gleichzeitig uber eine erste Spritz- oder 
GieBeinrichtung 35 mit elastischem Material gefullt werden, 

65 wird die rechte Formausnehmung uber eine zweite Spritz- 
oder GieBeinrichtung 36 mit Material gefullt. Bei den Mate- 
rialien kann es sich z. B. um unterschiedliche Materialien 
handeln, die unterschiedliche physikalische und/oder che- 
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mische Eigenschaften aufweisen. 

Bezugszeichenliste 

1 Montagcseitc 

2 Bauelement 

3 Spritz- oder GieBform 

4 Formausnehmung 

5 elastisches Material 

6 elastischer Materialabschnitt 

7 Metal lisierung 

8 Kontaktelement 

9 Materialabschnitt 

10 Metallisierung 

11 Kontaktelement 

12 Abschnitt 

13 Bauelement 

14 Montageseite 

15 Metallisierung 

16 Spritz- oder GieBform 

17 Formausnehmung • 

18 Materialabschnitt 

19 Schicht 

20 Bauelement 

21 Montageseite 

22 Form 

23 Formausnehmung 

24 Formausnehmung 

25 Materialsbschnitt 

26 Materialabschnitt 

27 Kontaktelement 

28 Funktionslemenl 

29 Schicht 

30 Schicht 

31 Form 

32 Spritz- oder GieBeinrichtung 

33 Gasanschluss 

34 Form 

35 Spritz- oder GieBeinrichtung 

36 Spritz- oder GieBeinrichtung 



10 



15 



20 



30 



35 



40 



Patenlanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauelements, insbesondere eines Chips, das auf einem 45 
Trager montierbar und iiber mehrere am Bauelement 
vorgesehene Kontaktelemente am Trager kontaktierbar 
ist, bei welchem Verfahren unter Verwendung einer 
Spritz- oder GieBform ein auch im ausgeharteten Zu- 
stand elastisches Material zur Bildung von erhabenen 50 
elastischen Materialabschnitten aufgespritzt oder auf- 
gcgossen wird, die bei Verwendung eines leitfahigen 
Materials das Kontaktelement selbst bilden, oder die 
bei Verwendung von nicht leitendem Material nachfol- 
gend zur Bildung eines Kontaktelements mit wenig- 55 
stens einer leitfahigen Schicht belegt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass als leitfahige Schicht in einem weiteren 
Spritz- oder GieBschritt eine Schicht aus leitfahigein 
elastischem Material aufgespritzt oder aufgegossen 60 
wird, oder dass eine Metallisierung aufgebracht wird, 
oder dass cine leitfahige elastische Schicht und auf 
diese eine Metallisierung aufgebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass, nach dem Aufbringen der Metallisierung der 65 
darunter oder zu untersi befindliche elastische Materi- 
alabschnitt entfernt, insbesondere weggeatzt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 



che, dadurch gekennzeichnet, dass zusatziich zu den 
der Bildung der Kontaktelemente dienenden Material- 
abschnitten ein oder mehrere der Stabilisierung und/ 
oder Montage und/oder zu Schutzzwecken dienende 
weitere Materialabschnitte aufgespritzt oder aufgegos- 
sen werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass der oder die weiteren Materialabschnitte 
nachfolgend mit wenigstens einer weiteren Schicht be- 
legt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass als weitere Schicht eine weitere elastische 
Schicht in einem Spritz- oder GieBschritt und/oder eine 
Metallisierung aufgebracht werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass der oder die weiteren Materialabschnitte ent- 
fernt, insbesondere weggeatzt. werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass zur Bildung der der Bil- 
dung der Kontaktelemente dienenden Materialab- 
schnitte und der weiteren Materialabschnitte verschie- 
dene Materialien verwendet werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Materialen im ausgeharteten Zu stand un- 
terschiedlich hart sind und/oder unterschiedlich resi- 
stent gegen einen Atzangriff sind. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Materialabschnitte und 
die weiteren Materialabschnitte in einem gemeinsamen 
Spritz- oder GieBschritt und/oder unter Verwendung ei- 
ner gemeinsamen Spritz- oder GieBform und gegebe- 
nenfalls auch die weiteren Schichtcn in einem gemein- 
samen Verfahrensschritt aufgebracht werden. 

1 1 . Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die ela- 
stischen Materialabschnitte und gegebenenfalls die 
weiteren Materialabschnitte in einer beliebigen dreidi- 
mensionalen Form hergestellt wird. 

12. Elektronisches Bauelement, insbesondere Chip, 
das auf einem.Trager montierbar und iiber mehrere am 
Bauelement vorgesehene Kontaktelemente am Trager 
kontaktierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der 
Montageseite (1, 14, 21) erhabene Materialabschnitte 
(6, 18, 25, 26) aus einem auch im ausgeharteten Zu- 
stand elastischen Material aufgespritzt oder aufgegos- 
sen sind, die bei Verwendung eines leitfahigen Materi- 
als das Kontaktelement selbst bilden, oder die bei Ver- 
wendung von nicht- leitendem Material zur Bildung ei- 
nes Kontaktelements mit wenigstens einer leitfahigen 
Schicht (7, 19, 29, 30) belegt sind. 

13. Bauelement nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die leitfahige Schicht eine aufgespritzte 
oder aufgegossene Schicht aus leitfahigem elastischem 
Material (29) ist, oder dass die leitfahige Schicht eine 
aufgebrachte Metallisierung (7, 19, 30) ist. 

14. Bauelement nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auf den elastischen Materialabschnitt 
eine leitfahige Schicht (29) aus einem elastischen leit- 
fahigen Material und auf diese Schicht eine weitere 
Schicht in Form einer Metallisierung (30) aufgebracht 
ist. 

1.5. Elektronisches Bauelement, insbesondere Chip, 
das auf einem Trager montierbar und iiber mehrere am 
Bauelement vorgesehene Kontaktelemente am Trager 
kontaktierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Montageseite elastische Eigenschaften aufweisende, 
im elastischen Bereich (12) freitragende Kontaktele- 
mente (11) vorgesehen sind. 
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16. Bauelement nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kontaktelemente (11) mittels einer 
Metallisierung (10) gebildet sind, die durch nachtragli- 
ches Entfernen eines Materialabschnitts (9), auf dem 
die Metallisierung (10) aufgebrachl war, freitragend 5 
ausgebildet ist. 

17. Bauelement nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der freitragende Bereich (12) durch Un- 
teratzen erzeugt ist. 

18. Bauelement nach einem der Anspruche 12 bis 17, 10 
dadurch gekennzeichnet, dass zusatzlich zu den Kon- 
taklelementen (27) an der MonLageseite (21) ein oder 
mehrere der Stabilisierung und/oder der Montage und/ 
oder zu Schutzzwecken dienende Funktionselemente 
(28) vorgcschcn sind. 15 

19. Bauelement nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Funktionselemente (28) weitere auf- 
gespritzte oder aufgegossene Materialabschnitte (26) 
umfassen. 

20. Bauelement nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, dass der oder die weiteren Materialabschnitte 
(26) mil wenigstcns einer weiteren Schicht (29, 30) be- 
legt sind. 

21. Bauelement nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als weitere Schicht eine weitere elasti- 25 
sche Schicht (29) in einem Spritz- oder GieSschritt 
und/oder eine Metallisierung (30) aufgebracht ist. 

22. Bauelement nach einem der Anspruche 18 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionselement 
(28) elasti sche Eigenschaften in einem freitragenden 30 
Abschnitt aufweist. 

23. Bauelement nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der freitragende Abschnitt durch Entfer- 
nen des weiteren Materialabschnitts (26) erzeugt ist. 

24. Bauelement nach einem der Anspruche 18 bis 24, 35 
dadurch gekennzeichnet, dass, die der Bildung der 
Kontaktelemente (27) dienenden Materialabschnitte 
(25) und die der Bildung der Funktionselemente (28) 
dienenden weiteren Materialabschnitte (26) aus ver- 
schiedene Materialien bestehen. 40 

25. Bauelement nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Matcrialen im ausgeharlelen Zustand 
unterschiedlich hart sind und/oder unterschiedlich resi- 
stent gegen einen AtzangrifT sind, 

26. Bauelement nach einem der Anspruche 12 bis 25, 45 
dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Materialab- 
schnitte (6, 18, 25), die Kontaktelemente (8, 11, 27), 
die Funktionselemente (28) oder die weiteren Material- 
abschnitte (26) eine beliebige dreidimensionale Form 
aufweisen. 50 
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